PCB 製作檢視表
目的
此檢視表的用意是提醒設計者在 PCB 設計、佈局、規範驗證 (DRC) 及製作時應注意的事項，希望能藉此提昇 PCB 設計的成功率及達到完整的學習效果。若製作前，敝中心在資料處理時發現設計內容與｢PCB 製作檢視表｣之填寫不符，很可能取消該 PCB 之製作資格，請設計者正確地自我檢查及填寫。
使用軟體資訊

PADS：
鼓勵申請者多多使用 CIC 提供之 PADS 軟體，有提供 template、軟體使用諮詢及寒暑假課程。
Altium：
如果使用 Altium 軟體，請使用 2012 (含)之後的版本，建議勿使用之前的版本，因為易發生無法完全採用 template 設定之狀況，產生眾多 DRC 錯誤。如要使用，一定要確認是否符合所有設計規範，否則易因 DRC 沒過遭退件。2015/03之後，不再更新任何 template，請改用PADS，或自行輸入設計規範。
其他軟體：

沒有提供 template ，如要使用，一定要確認是否符合所有設計規範，否則易因 DRC 沒過遭退件。
[1] PCB申請者姓名及聯絡電話

	PCB 識別碼
	

	申請者姓名
	

	聯絡電話
	

	PCB 佈局軟體名稱/版本
	


[2] 請先檢查以下項目：
自行檢驗之項目，不論有此項目與否，有檢驗打○，沒檢驗打X。紅字為易錯的部分。
	項目
	檢驗
	說明
	備註

	PCB識別碼
	
	存在，且格式正確 

格式：製程代號_年度梯次_自行編號

ex: 2L_108A_1A2B
	設計規範手冊

	
	
	網頁PCB製作申請表、文字層上層(SST #)、PCB設計內容檔、PCB製作檢視表 皆一致。
	設計規範手冊

	BO框
ME框
	
	有畫 BO框 及ME框
	設計規範手冊

	
	
	BO框 只存在於 BO 層，其他層沒有。

ME框 只存在於 ME 層，其他層沒有。
	設計規範手冊

	
	
	線徑 = 0.1 mm
	設計規範手冊

	
	
	BO框, ME框 距離 = 1.5 mm (線的中心對中心距離)
	設計規範手冊

	ME 框尺寸
	
	和網頁PCB製作申請表 ”PCB面積單位數”  一致。
	見網頁

PCB付費方式

	PCB 挖洞
	
	Gerber 檔輸出有標示 “cut out” 文字。
	設計規範手冊

	鑽孔孔徑表
	
	存在，且和其他層圖形不重疊。
	

	
	
	孔徑尺寸：0.2mm ≤ 孔徑 ≤ 6mm
	設計規範手冊

	
	
	定位孔：NPTH (非鍍銅貫孔)
個數=4，1mm ≤ 孔徑 ≤ 6mm。
	設計規範手冊

	防焊層
	
	COB* 上，有畫防焊層。
	設計規範手冊


	
	
	焊接的 PAD 上，有畫防焊層。
	設計規範手冊

	
	
	整層不塗防焊材料，有畫防焊層 (因防焊層為負片型式)
	設計規範手冊

	Net name
	
	金屬層的每一個物件都有設定net name。
(包含拉線、鋪銅、任何金屬層的圖形)
	

	PAD Via
	
	PAD上有 via，為設計所需
	設計規範手冊

	文字層下層
	
	SSB#不可無內容。若無，請加上 “designed by 使用者姓名或實驗室名”等文字，如：design by ABC Lab。
	

	無內容圖層
	
	□ 所有圖層皆有內容。
□             層無內容，但必須上傳無內容之檔案，並在此無內容層加上板框，且不可與其他檔案同名。
並於申請案送出後，來信通知 “PCB聯絡窗口”。
	

	新增圖層
	
	□ 無新增圖層。

□             層為新增之圖層，如 Altium 之 slot 鑽孔層)。
並於申請案送出後，來信通知 “PCB聯絡窗口”。
	


# SST, SSB: Silkscreen Top, Silkscreen Bottom  
* COB: Chip On Board
[3] 自行檢驗：
請圈選以下有自行檢驗之設計規範，不論有此項目與否，有檢驗打○，沒檢驗打X，最後確認所有項目皆已打○，之後上傳 DRC Report檔案。若有不實，將予以退件。
M: Must (必須的)  O:Optional (選擇性的)
	項目
	檢驗
	規範命名
	代號
	說明
	運算符號
	尺寸

(mm)
	規範特性
M / O

	金屬線
	
	MT.W.1
	MW
	金屬線線徑
	≧
	0.10
	M

	
	
	MT.S.1
	MS
	金屬線線距
	≧
	0.10
	M

	
	
	MT.BO.E.1
	MB
	金屬線與板框距離
	≧
	0.30
	M

	鋪銅
	
	MT.S.2
	MC
	鋪銅到金屬距離 (FR4)
	≧
	0.18
	M

	
	
	
	
	鋪銅到金屬距離 (RO)
	≧
	0.17
	M

	
	
	MT.BO.E.1
	CB
	鋪銅與板框距離
	≧
	0.30
	M

	鍍銅貫孔 (PTH) 及孔環
	
	DR.W.1
	D1
	PTH鑽孔最小尺寸
	≧
	0.20
	M

	
	
	DR.W.2
	D1
	PTH鑽孔最大尺寸
	≦
	6.00
	M

	
	
	DR.DR.S.1
	D4
	PTH鑽孔間間距
	≧
	0.30
	M

	
	
	DR.MT.S.1
	D5
	PTH鑽孔到金屬線距離
	≧
	0.30
	M

	
	
	DR.BO.E.1
	D6
	PTH鑽孔到板框距離
	≧
	0.50
	M

	
	
	MT.W.2
	D2
	PTH外部金屬層孔環線寬
	≧
	0.10
	M

	
	
	MT.SO.E.1
	D3
	PTH孔環到防焊漆距離
	≧
	0.10
	O

	非鍍銅貫孔 (NPTH)
	
	DR.W.3
	N1
	NPTH鑽孔最小尺寸
	≧
	0.50
	M

	
	
	DR.W.4
	N1
	NPTH鑽孔最大尺寸
	≦
	6.00
	M

	
	
	DR.DR.S.2
	N2
	NPTH鑽孔間間距
	≧
	0.30
	M

	
	
	DR.RU.S.2
	N3
	NPTH到板框距離
	≧
	0.50
	M

	
	
	DR.SO.E.2
	N4
	NPTH鑽孔到防焊漆間距
	≧
	0.12
	O

	橢圓形孔 (PTH 及NPTH)
	
	DR.W.5
	O1
	橢圓孔鑽孔最小尺寸
	≧
	0.55
	M

	
	
	DR.W.6
	O1
	橢圓孔鑽孔最大尺寸
	≦
	6.00
	M

	
	
	DR.DR.S.3
	O2
	橢圓孔鑽孔圓心間間距
	≧
	> O1
	M

	
	
	DR.DR.S.4
	O3
	橢圓孔間間距
	≧
	0.50
	M

	
	
	DR.RU.S.3
	O4
	橢圓孔到板框距離
	≧
	0.80
	M


	項目
	檢驗
	規範命名
	代號
	說明
	運算符號
	尺寸

(mm)
	規範特性
M / O

	防焊層
	
	MT.SO.E.1
	S1

=D3
	金屬PAD到防焊漆間距
	≧
	0.10
	O

	
	
	SO.W.1
	S2
	防焊漆下墨線寬
	≧
	0.10
	O

	文字層
	
	SK.W.1
	SkW
	文字層線寬
	≧
	0.15
	O

	
	
	SK.H.1
	SkH
	文字高度
	≧
	1.00
	O

	
	
	SK.MT. S.1
	SkM
	文字層和PAD的距離
	≧
	0.20
	O

	機械加工層BO
	
	BO.W.1
	BOW
	板框線寬
	=
	0.10
	M

	
	
	BO.H.1
	NH
	定位孔直徑
	≧
	1.00
	M

	
	
	BO.H.2
	NH
	定位孔屬性
	=
	NPTH
	M

	
	
	CO.R.1
	COR
	PCB 挖洞四周斜接弧度直徑
	≧
	1.00
	M

	
	
	CO.W.1
	COW
	PCB 挖洞寬度
	≧
	0.80
	M

	
	
	CO.L.1
	COL
	PCB 挖洞長度
	≧
	0.80
	M

	
	
	CO.M.E.1
	COM
	PCB挖洞與金屬距離
	≧
	0.30
	M

	
	
	CO.B.E.1
	COM
	PCB挖洞與板框距離
	≧
	0.30
	M

	
	
	CO.T.1
	COT
	文字註明 Cut Out
	-
	-
	M

	機械加工層ME
	
	ME.W.1
	MEW
	外圍邊框線寬
	=
	0.10
	M

	
	
	ME.S.1
	MES
	外圍邊框到板框的距離
	=
	1.50
	M
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